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市场研究部  2025 年 9 月 22 日 

  

看好 

 本周计算机行业指数表现 

本周（9.15-9.19）计算机（申万）板块下跌 0.16%，沪深 300 指数
下跌 0.44%，计算机板块跑赢沪深 300 指数 0.29 个百分点。和申万
其他行业对比，计算机行业涨幅排名位列第 14 位。 

本周涨幅前 3 名分别为卡莱特（30.19%）、信息发展（25.71%）、有
棵树（25.05%），跌幅前 3 名分别为*ST 东通（-65.05%）、新炬网
络（-18.88%）、纬德信息（-15.33%）。 

 本周关注 

华为昇腾 AI 芯片与超节点技术 

在 2025 年全联接大会上，华为发布了昇腾 AI 芯片路线图及超节点
战略，标志着国产算力技术向高端 AI 市场迈进。该战略不仅涵盖芯
片迭代，更涉及互联协议、软件生态与基础设施的全方位创新，旨
在构建自主可控的 AI 算力体系，并挑战英伟达主导的 CUDA 生态。 

昇腾芯片持续迭代，从 2026 年的 950 系列到 2028 年的 970 系列，
算力不断提升。950 系列针对推理与训练场景分别优化，960 及
970 系列更支持自研 HiF4 格式，显著提升推理精度与吞吐。微架构
层面将内存访问颗粒度优化至 128 字节，增强离散数据处理能力。 

超节点技术是另一突破。Atlas 950 SuperPoD 支持 8192 张卡，通
过自研“灵衢”互联协议实现全对等互联，带宽高达 16.3PB/s，时
延降至纳秒级，并依托液冷散热有效控制高功耗。该架构使万卡集
群可统一调度资源，显著提升训练与推理性能，并已扩展至通用计
算领域。 

灵衢互联协议采取开放策略，支持第三方硬件开发，其 UBoE 协议
在时延与可靠性上优于传统方案。软件层面通过 CANN 开源栈、
AscendC 语言及与主流框架深度集成，持续优化开发生态。 

华为的进展正值全球 AI 算力竞争加剧，其开放策略带动芯片制造、
封装、光通信和温控等产业链发展。然而，生态成熟度、技术迭代
与国际竞争仍是未来需应对的挑战。 

 投资线索 

国产 AI 算力产业链的核心环节，包括芯片制造与先进封装、高速互
联、液冷温控及超节点相关硬件等领域，将直接受益于头部厂商的
技术突破和规模化部署。同时，算力调度与集群运维系统对于实现
超节点的高效协同和资源池化也很重要。 

 风险提示 

1、政策落地不及预期；2、技术发展不及预期；3、市场竞争加剧。
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一、本周市场回顾 

本周（9.15-9.19）计算机（申万）板块下跌 0.16%，沪深 300 指数下跌

0.44%，计算机板块跑赢沪深 300 指数 0.29 个百分点。和申万其他行业对比，计

算机行业涨幅排名位列第 14 位。 

图表 1：计算机行业板块相对表现（%） 

 

数据来源：Wind，国新证券整理 

目前计算机行业上市公司共 335 家，其中，88 家公司收涨，占比 26.19%。本

周涨幅前 3 名分别为卡莱特（30.19%）、信息发展（25.71%）、有棵树（25.05%），

跌幅前 3 名分别为*ST 东通（-65.05%）、新炬网络（-18.88%）、纬德信息（-

15.33%）。 

图表 2：计算机行业个股涨跌幅 

板块涨幅前三名 板块跌幅后三名 

证券代码 证券简称 细分行业 周涨跌幅（%） 证券代码 证券简称 细分行业 周涨跌幅（%） 

301391.SZ 卡莱特 智能硬件 30.19 300379.SZ *ST 东通 网络安全 -65.05 

300469.SZ 信息发展 数据要素 25.71 605398.SH 新炬网络 IT 基础设备 -18.88 

300209.SZ 有棵树 交运 IT 25.05 688171.SH 纬德信息 网络安全 -15.33 

数据来源：Wind，国新证券整理 

二、本周关注 

华为昇腾 AI 芯片与超节点技术 

华为在 2025 年全联接大会上发布的昇腾 AI 芯片路线图及超节点战略，成为国
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产算力技术进军高端 AI 市场的重要事件，标志着相关领域实现重大突破。这并非

局限于芯片硬件的迭代升级，而是涵盖了互联协议、软件生态及基础设施的全方位

创新，其核心目标主要是两大方向：一是挑战英伟达主导的 CUDA 生态，二是推

动具备自主可控属性的 AI 算力发展。从技术层面来看，华为正通过自研芯片架构、

推行开源策略以及开展系统级优化，构建一套从芯片到集群的全栈式解决方案。 

1、昇腾芯片架构的创新与迭代 

昇腾 AI 芯片的核心技术演进，主要围绕算力、互联和内存架构三个维度展开

升级。根据公布的路线图，从 2026 年将推出的昇腾 950 系列，到 2028 年计划发

布的昇腾 970 系列，华为将微架构升级为 SIMD/SIMT，提升了芯片的编程灵活性

与计算效率。其中，昇腾 950PR 和 950DT 虽共享同一 Die 设计，但针对不同应用

场景进行了差异化优化：950PR 聚焦于推理预填充与推荐算法，采用华为自研的

低成本 HBM HiBL 1.0 技术，旨在实现功耗与成本的双重降低；950DT 则侧重训练

与解码阶段，配备 HiZQ 2.0 HBM，内存带宽达到 4TB/s，同时支持 FP8/MXFP4

等低精度格式，以此提升数据处理吞吐量。 

根据华为公布的路线图，昇腾 AI 芯片将持续进行高性能迭代。后续的昇腾

960 和 970 系 列 算 力 分 别 翻 倍 至 2PFLOPS(FP8) /4PFLOPS(FP4)和

4PFLOPS(FP8) /8PFLOPS(FP4)。值得注意的是，昇腾 960 支持华为自研的

HiF4 数据格式，能进一步提升推理吞吐，并且比业界 FP4 方案的推理精度更优。

这些性能升级不仅依赖于先进的封装工艺，更得益于微架构的创新，比如将内存访

问颗粒度从 512 字节降至 128 字节，极大优化了离散数据处理能力，充分体现出

华为在芯片设计过程中，对实际工作负载的深度适配与考量。 

2、超节点技术的突破与应用扩展 

华为在 2025 年全联接大会上发布的超节点技术，是其 AI 基础设施领域的另一

项关键创新，旨在解决大规模算力集群在互联效率与能效方面的核心挑战。以

Atlas 950 SuperPoD 为例，该产品支持 8192 张昇腾卡，采用了华为自研的“灵衢

（UnifiedBus）”互联协议，实现了超节点内部的全对等互联。其互联带宽高达

16.3PB/s，显著超越了英伟达 NVL144 等业界方案。该互联技术将卡间时延降至纳

秒级别（例如，华为 384 卡超节点的卡间时延为 150-200 纳秒），并且通过覆盖

70%以上的液冷方案（如 Atlas 950 SuperPoD 即为全液冷数据中心超节点），有效

应对了单机柜功耗超 100kW 的散热难题，提升了系统的稳定性。 

超节点架构的核心在于其“总线级互联”与“平等协同”机制，使得万卡集群

在逻辑上能够作为一台统一的计算机高效运行，实现计算与内存资源的全局调度。

这一架构优势直接体现在性能提升上：Atlas 950 超节点的训练吞吐达 4.91M TPS，

推理吞吐达 19.6M TPS，相比前代产品有显著提升。此外，华为还将超节点技术扩

展至通用计算领域，推出了 TaiShan 950 超节点，该节点支持鲲鹏处理器的多核设
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计，并结合 GaussDB 数据库，旨在实现对传统大型机和小型机的替代，展现了该

技术在多样化场景下的强大适应能力。 

3、灵衢互联协议的开放生态建设 

作为支撑超节点技术的核心，互联协议灵衢（UB）的开放策略，是华为构建

生态壁垒的重要举措。灵衢 2.0 协议成功攻克长距离高可靠互联的技术难题，通过

光路百纳秒级故障检测与多端口聚合技术，将互联距离扩展至 200 米以上，同时保

障 TB 级带宽与低时延的稳定性能。与传统 RoCE 协议相比，UBoE 协议在静态时

延与可靠性上更具优势，不仅减少了对交换机和光模块的依赖，还降低了组网成本。 

华为采取开放灵衢技术规范的策略，允许第三方企业开发兼容硬件，这一举措

有助于加速技术在产业内的应用与普及，但能否成功关键取决于技术文档质量、实

际用例支持以及问题响应机制的完善程度。灵衢的生态建设还延伸至软件层面，例

如与 PyTorch/TensorFlow 等主流框架的深度集成，以及 MindStudio 工具链提供的

全链路支持，这些措施有效缩小了与 CUDA 在开发者体验上的差距。不过，要进

一步完善生态，仍需持续优化编译器前端与 API 兼容性。 

4、软件开源与软硬协同优化 

华为将其 AI 生态战略的核心置于软件开源与软硬协同优化之上，通过分层

解耦的 CANN 软件栈实现从算子库到驱动层的全栈开源。该软件栈作为连接 AI

框架与昇腾硬件的关键中间件，支持主流框架如 PyTorch 和 TensorFlow，并通

过图编译优化、算子融合等技术提升性能。华为提供了 AscendC 编程语言供开

发者进行自定义算子开发，以优化性能。 

华为与 DeepSeek 的合作典型地体现了其软硬协同策略的成效。双方通过采

用 MoE 架构和华为昇腾硬件的动态专家调度等优化技术，有效解决了大模型推

理中的负载均衡和卡间通信问题。该合作使得 DeepSeek 大模型在昇腾平台上的

单推理吞吐量显著提升，解码时延大幅降低，同时显存占用减少。尽管取得了不

少进展，但在处理动态输入形状等复杂场景时，其性能稳定性仍是业界持续挑战

的方向之一。华为也在通过不断优化其软件栈来应对这些问题。 

为了构建更繁荣的开发者生态，华为已将许多 AI 相关的软硬件根技术开源，

例如将 MindSpore 框架开源，并将欧拉操作系统（openEuler）等推向开源社

区。华为通过“众智”计划等项目，鼓励产学研合作，并计划发展数百万的

MindSpore 社区开发者。生态的繁荣需要华为提供更完善的基准测试体系、详

尽的技术文档以及高效的问题响应机制，以吸引更多开发者参与并推动技术的持

续迭代升级。 

5、产业影响和未来挑战 
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从产业影响来看，华为在昇腾 AI 芯片与超节点技术上的突破，恰逢全球 AI 算

力投资热潮，中美双方也在“星际之门”、国家基金等相关计划推动下，加速展开

算力领域的竞争。国产算力产业链借助华为的开放策略，在芯片制造、HBM 封装、

光通信及液冷温控等多个领域获得发展机遇，但核心挑战仍集中在生态成熟度层面。 

华为此次发布的昇腾 AI 芯片路线图及超节点战略，标志着国产算力正式迈入

国际高端竞争舞台，为投资者带来了结构性机会。凭借自研芯片架构、全光互联技

术及开源生态建设，华为在算力性能、能效成本及自主可控性上形成显著优势，未

来三年有望推动国产替代进程加速。昇腾芯片的迭代升级（如 950PR/DT、960 及

970 系列在算力、互联带宽和内存架构上的突破）、超节点架构（如 Atlas950 

SuperPoD 支持 8192 张卡的全光互联设计）以及灵衢互联协议的开放生态，共同

构成了华为 AI 基础设施的核心竞争力，但技术迭代风险、生态成熟度及国际竞争

压力仍需谨慎考量。 

三、投资线索  

建议重点关注国产 AI 算力产业链的核心环节，涵盖芯片制造、HBM 封装、光

通信、液冷温控及超节点相关硬件领域。具体来看，芯片与 HBM 环节可关注中芯

国际、通富微电、中微公司、北方华创、精智达和华海诚科等；超节点相关的全光

互联企业，如德科立、腾景科技、凌云光、光库科技和炬光科技等；正交背板领域

可关注深南电路、南亚科技（内存）和博敏电子等；液冷温控供应商方面，申菱环

境、飞荣达和英维克具备较大潜力。这些企业直接受益于华为超节点部署与昇腾芯

片量产带来的需求增长，部分已进入华为供应链，拥有先发优势。投资者应优先选

择技术壁垒高、第二增长曲线清晰的标的，并密切关注 2026 年第一季度昇腾

950PR 量产及超节点商业化进度带来的验证机会。 

同时，投资者需高度关注潜在风险因素，包括技术迭代不及预期（如先进工艺

量产延迟或生态适配问题）、生态发展缓慢（开发者社区活跃度及与 CUDA 的兼容

性差距）、下游需求波动（受 AI 资本开支周期影响）以及国际竞争加剧的影响。 

四、本周要闻 

1、进一步改善芯片散热：曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 

IT 之家消息，综合台媒《经济日报》《工商时报》报道，英伟达正推动上游供

应商开发一类名为 MLCP（IT 之家注：微通道水冷板）的水冷散热组件，以应对英

伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 

报道指出，英伟达下代的 "Rubin" GPU 将在单一封装中包含两颗 GPU 芯片，

功耗预计将超过 2000W，尽管较大的表面积有利于热量传导但其仍然对冷却系统
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提出了超越现有水冷板解热能力的严苛要求。 

传统水冷板的微水道尺寸在 0.1mm (100μm) 到数毫米水平，而在 MLCP 中

通过在芯片或封装上的蚀刻水道尺寸可降低至微米级别，同时均热板、水冷板、

IHS 封装顶盖、芯片裸晶也将高度整合，进一步提升散热效率。 

据悉 MLCP 单价可达传统水冷板的 3~5 倍且能贡献较高毛利率，但由于其在

流体力学、气泡动力学上的复杂性和更高冷液渗漏风险尚需一段时间才能成熟。 

2、编程能力大幅提升，OpenAI 发布 GPT-5-Codex 新模型 

IT 之家 9 月 16 日消息，OpenAI 今日凌晨宣布推出全新的 GPT-5-Codex，并

已在其 AI 编程助手 Codex 中上线。这是一个专门为 Agent 编程而优化的 GPT-5 

新版本。 

目前，GPT-5-Codex 已通过 Codex 向 ChatGPT Plus、Pro、Business、Edu 

与 Enterprise 用户开放，可在终端、IDE、GitHub 或 ChatGPT 中使用。IT 之家从

官方获悉，OpenAI 还计划在未来向 API 客户开放该模型。 

OpenAI 表示，GPT-5-Codex 的一大改进在于动态计算能力。该模型能够更灵

活地分配“思考时间”，在执行代码任务时可能从数秒到长达七小时不等，从而在

多项编程基准测试中展现出更优表现。 

与此前依靠“路由”机制来预判任务复杂度并分配资源的方式不同，GPT-5-

Codex 能在任务进行过程中实时调整所需时间和算力。例如，它可能在开始五分钟

后判断需要额外花费一小时，甚至在个别情况下长达七小时。这种机制使其在复杂

编程任务上更具优势。 

根据 OpenAI 数据，GPT-5-Codex 在 SWE-bench Verified 测试以及大型代码

库的重构任务中，均优于标准 GPT-5 模型。 

此外，该模型还专门接受了代码审查训练，并由资深软件工程师进行评估。结

果显示，GPT-5-Codex 的错误更少，同时能提供更多“高影响力的评论”。 

OpenAI Codex 产品负责人 Alexander Embiricos 在简报中指出：“GPT-5-

Codex 的动态思考能力带来了显著提升。它不依赖固定路由，而是能在任务中途判

断需要增加工作时间，这在复杂问题上尤其有优势。”  

3、2025 腾讯全球数字生态大会：腾讯 AI 能力全面开放 助力产业提效 

9 月 16 日，2025 腾讯全球数字生态大会在深圳举行，会上公布多项 AI 技术和

产品最新进展，并宣布全面开放腾讯 AI 落地能力及优势场景，助力“好用的 AI”

在千行百业中加速落地。 
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 “如果说智能化引擎致力于让 AI 从时髦概念，变成切实驱动业务的实际效率，

那么全球化引擎则希望企业在大航海时代，赢得新增长。”腾讯高级执行副总裁、

云与智慧产业事业群 CEO 汤道生表示，腾讯将从基础设施、技术产品以及服务能

力三个方向，升级腾讯云国际化战略，打造“全球化引擎”。腾讯特色产品如超级

应用解决方案 Superappas a Service、刷掌服务平台等，受到了海外企业广泛欢迎。

同时，通过覆盖全球的本地化技术支持和服务团队，及时响应客户需求，敏捷应对

市场变化。 

会上，腾讯云宣布了国际化产品的全系列升级方案，腾讯云智能体开发平台

ADP、代码助手 CodeBuddy、企业级全渠道交易解决方案云 Mall、星星海服务器、

腾讯云数据库 TDSQL、专有云 TCE、边缘安全加速平台 EdgeOne 等腾讯云优势

产品全面适配全球技术生态。 

汤道生强调，腾讯将全面开放 AI 落地能力及优势场景，让腾讯 AI 成为各行各

业的提效与增长新引擎。 

会上，腾讯云发布了多项 AI 技术产品与最新升级：腾讯云智能体开发平台

（ADP）面向全球发布 3.0 版。面对产业实战中的智能体需求，ADP 在 3 个月内完

成了近 600 项需求的开发，持续迭代 LLM+RAG、Workflow、Multi-Agent 等多种

智能体开发框架。 

腾讯云还发布了多模态智能数据湖 TCLake，通过多层链路的自研，让企业可

以更高效地处理多模态数据，构建统一的数据底座，更好地推动 Agent 应用服务落

地。 

腾讯混元大模型也再次升级。最新发布的混元 3D 3.0 模型，首创 3D-DiT 分级

雕刻模型，建模精度比前代模型提升 3 倍，几何分辨率达到了 1536³，现已集成于

混元 3D AI 创作引擎，面向用户免费开放，并同步上线腾讯云 API。 

基于多项最新能力，腾讯云在会上正式发布腾讯云智能体战略全景图，全面开

放腾讯云的开发平台、应用场景、基础设施、模型能力以及伙伴生态。 

会上，腾讯云公布了全球化最新成绩单：截至目前，腾讯云服务的海外客户规

模在过去一年同比翻番。90%以上的中国互联网企业、95%以上的头部游戏公司出

海都选择了腾讯云，美团 Keeta、泡泡玛特等一系列中国企业，借助腾讯云加速出

海进程。 

基础设施层面，腾讯计划未来投入 1.5 亿美元，在沙特阿拉伯建设首个中东数

据中心；同时，将在大阪新建日本的第三个数据中心，并设立大阪新办公室。截至

2025 年上半年，腾讯云已在雅加达、马尼拉、吉隆坡、新加坡、曼谷、东京、首

尔、帕洛阿尔托、法兰克福部署 9 大全球技术支持中心。 

作为产业提效创新的新机遇，智能化和国际化不仅是腾讯助力实体产业的重要
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抓手，也助力生态伙伴稳步增长。伙伴通过腾讯云的收入增速，远超行业平均水平；

SaaS 服务客户数增长了 60%；腾讯云给生态伙伴带来的商机规模同比增长了

330%。本次大会上，腾讯云还联合数十家合作伙伴共同发布了“AI 应用繁荣计划”，

发起“AI 共创营”和“AI 百校行”行动，联合伙伴力量借助腾讯云技术能力孵化

更多垂直领域 AI 应用，助力培育未来 AI 人才，为产业创新注入新动能。（证券日

报） 

4、阿里自研 AI 芯片现身，部分性能参数比肩英伟达 H20 

市场传闻半个月之久的阿里自研 AI 芯片，9 月 16 日晚出现在央视《新闻联

播》。 

央视画面披露，阿里旗下平头哥 PPU 芯片在部分重要参数上比肩英伟达的

H20 芯片，并超过 A800 芯片。 

平头哥 PPU 集成 HBM2e（第三代高性能内存），和 A800 相同，但落后于

H20 的 HBM3（第四代高性能内存）。但 PPU 的显存容量与 H20 相同，均为 96G。

卡间互联带宽上，PPU 为 700GB/s，介于 A800 和 H20 之间。PCIe（外围组件快

速互连）接口层面，PPU 也优于 A800，与 H20 等同。功耗上，PPU 与 A800 一致，

均为 400W，少于 H20 的 550W。 

如果和国产阵营的华为昇腾 910B 芯片对比，央视画面显示，平头哥 PPU 在

上述大多数性能参数指标上均处于领先。不过，昇腾系列最新款是 910C 芯片。 

有媒体此前 8 月下旬报道，阿里已开发出一种比其旧款芯片更通用的新款芯片，

用于 AI 推理任务，以填补英伟达留下的市场空白。 

9 月 11 日，硅谷科技媒体 The Information 进一步爆料称，阿里和百度都在使

用自研的 AI 芯片训练模型。其中，阿里将自研芯片用于开发较小的 AI 模型；百度

则尝试使用其昆仑芯 P800 芯片来训练文心大模型的新版本。但两家公司并没有完

全放弃英伟达的芯片。阿里和百度均未对此回应。 

“AI+云”已成为阿里内部与电子商务并列的两大增长引擎之一。今年 2 月，

阿里方面透露，未来三年将投入至少 530 亿美元，建设云和 AI 的硬件基础设施。 

今年 6 月，阿里集团主席蔡崇信、阿里集团 CEO（首席执行官）吴泳铭在股

东信中表示，未来十年，最大的增量和变量都是以 AI 为核心的驱动力带来的变革。

围绕 AI 这个战略核心，阿里会加大三个领域的投资力度：投入 AI 和云计算基础设

施建设，投入 AI 基础模型和 AI 原生应用，投入现有业务的 AI 转型升级。（南方都

市报） 

5、华为公布昇腾 AI 芯片三年发展路线图 
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9 月 18 日，在上海世博中心举办的 2025 华为全联接大会上，华为副董事长、

轮值董事长徐直军登台发表演讲，首次对外公布了昇腾 AI 芯片未来三年的产品迭

代路线图，同时明确表示 2026 年一季度发布的新产品将采用华为自研 HBM（高带

宽内存）。 

根据规划，2026 年至 2028 年期间，华为将分阶段推出四款昇腾系列芯片，具

体包括：2026 年第一季度推出昇腾 950PR，该芯片采用华为自研 HBM；2026 年

第四季度推出昇腾 950DT；2027 年第四季度推出昇腾 960 芯片；2028 年第四季

度推出昇腾 970。 

与英伟达基于通用集成集成电路设计的 GPU 有所不同，华为昇腾芯片属于专

用集成集成电路架构的 NPU（Neural Processing Unit， 神经网络处理器）， 专为

处理 AI 神经网络计算任务设计。 

从 2019 年开始，华为已经发布多款昇腾 910 系列芯片，包括 910B、910C 多

款产品，大会晒出的路线图显示 910C 为今年第一季度最新发布。该系列是基于华

为自研的达芬奇架构，专为云端 AI 训练和推理使用。 

从芯片技术指标来看，昇腾 910C 算力高达 800TFLOPS(以行业衡量 AI 算力

规 模 的 半 精 度 浮 点 数 FP16 为 标 准)， 支 持 业 内 标 准 的

FP32/HF32/FP16/BF16/INT8 等数据格式，互联带宽 784GB/s，HBM 容量为

128GB、内存带宽为 3.2TB/s。 

作为对比，英伟达最新 Blackwell B300 在同等标准下的算力约为

3840TFLOPS（B300 在 FP4 标 准 下 算 力 为 15P，1P 等 于 1024T， 即

15360TTFLOPS， 在理想精度无损转换场景下，FP4 算力折算成 FP16 需除以 4），

配备的是 288GBHBM3e，带宽为 8TB/s。 

2026 年将要发布的昇腾 950PR/DT 微架构将升级为 SIMD/SIMT，算力达到

1PFLOPS（FP8）/ 2PFLOPS（FP4），支持 FP32/HF32/FP16/BF16/FP8/MXFP8 

/HiF8/MXFP4/HiF4 等数据格式，互联带宽为 2TB/s。内存容量及带宽上，昇腾

950PR 为 128GB 和 1.6TB/s；昇腾 950DT 为 144GB 和 4TB/s。 

徐直军在演讲中指出，由于受美国的制裁，华为不能到台积电去投片，单颗芯

片的算力相比英伟达存在差距。但华为“有三十多年联人、联机器”的积累，并在

超节点互联技术上强力投资、实现突破，能够做到万卡级的超节点，从而做到世界

上算力最强。 

借助超节点技术，走“集群规模化”路线是华为一直发力的方向。超节点可以

简单理解为凭借高速总线互联技术，将多个 CPU、GPU 或 NPU 加速卡等组成的

“小计算单元”连接成一整个超大的计算单元，以集群化、规模化弥补单芯片性能

不足，实现算力供给。 
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此前以昇腾 910 芯片为基础，华为已经推出了超节点产品。华为今年 5 月推出

的昇腾 384 超节点即将 384 张昇腾 NPU 与 192 张鲲鹏 CPU 连接在一起，并在 7

月举办的世界人工智能大会上线下展出亮相。 

在今日的全联接大会上，徐直军还公布了华为最新的超节点产品 Atlas 950 

SuperPoD、Atlas 960 SuperPoD 超节点，分别支持 8192 及 15488 张昇腾卡。 

按照他在演讲中展示的对比图，Atlas 950 SuperPoD 超节点已超越英伟达将

在 2027 年发布的最大规模超节点 NVL576。NVL576 是英伟达计划在 2027 年下半

年推出的基于下一代 Rubin 架构的超大规模 AI 算力集群系统，包含 576 张 Rubin 

Ultra GPU。 

按照华为披露的计划，Atlas 950 SuperPoD 预计今年四季度上市，Atlas 960 

SuperPoD 计划将在 2027 年四季度上市。 

徐直军演讲中多次强调“算力过去是，未来也将继续是人工智能的关键，更是

中国人工智能的关键”。而“基于中国可获得的芯片制造工艺”，华为正在努力打造

‘超节点+集群’算力解决方案，以满足持续增长的算力需求。（界面新闻） 

6、英伟达斥资 50 亿美元入股英特尔 

今日，美国两大芯片巨头英伟达与英特尔共同宣布，双方将开展深度合作，联

合开发多代定制化数据中心及个人电脑（PC）产品，以加速超大规模、企业级及

消费级市场中各类应用与工作负载的运行效率。此次合作不仅涉及技术层面的深度

融合，为深化合作信任，英伟达还计划以每股 23.28 美元的价格，向英特尔普通股

投资 50 亿美元，进一步巩固双方合作关系。不过，此次股权投资需满足常规成交

条件，其中包括获得全球相关监管机构的批准，具体完成时间将根据监管流程推进

情况确定。 

双方在公告中表示，将以英伟达的 NVLink 技术为核心纽带，实现英伟达与英

特尔架构的无缝连接，此举旨在整合英伟达在人工智能（AI）与加速计算领域的技

术优势，以及英特尔领先的 CPU 技术与庞大的 x86 生态系统。 

据了解，双方此次的合作将聚焦两大核心场景。一是数据中心领域，用定制化

CPU 赋能 AI 基础设施。根据协议，英特尔将为英伟达单独设计并制造 x86 架构

CPU。这款定制化 CPU 后续将被英伟达整合至其 AI 基础设施平台中，通过“英特

尔 CPU+英伟达 AI 技术”的组合，提升数据中心在 AI 训练、推理等高强度工作负

载下的运行效率，并面向全球市场推出相关解决方案；二是个人计算领域，双方将

集成 RTX GPU 的 SoC 重塑 PC 体验。英特尔将打造并向市场推出集成英伟达

RTX GPU 芯片的 x86 系统级芯片（SoC）。这类全新的 x86 RTX SoC 将重点满足

高性能 PC 的需求，为游戏、创意设计、专业计算等对 CPU 与 GPU 协同算力要求

极高的场景提供支持，填补当前 PC 市场中“顶级 CPU 与 GPU 深度集成”的产品
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空白。（中国电子报） 

五、风险提示 

1、政策落地不及预期； 

2、技术发展不及预期； 

3、市场竞争加剧。  
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投资评级定义 

公司评级 行业评级 

强烈推荐 
预期未来 6 个月内股价相对市场基准

指数升幅在 15%以上 
看好 

预期未来 6 个月内行业指数优于市场指数 5%

以上 

推荐 
预期未来 6 个月内股价相对市场基准

指数升幅在 5%到 15% 
中性 预期未来 6 个月内行业指数相对市场指数持平 

中性 
预期未来 6 个月内股价相对市场基准

指数变动在-5%到 5%内 
看淡 

预期未来 6 个月内行业指数弱于市场指数 5%

以上 

卖出 
预期未来 6 个月内股价相对市场基准

指数跌幅在 15%以上 
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